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烏克蘭科學院材料科學所

精密電阻熔接用之電極
烏克蘭科學院材料科學所 研發出製造細微顆粒燒結體的方法。 此細微顆粒燒結體可以用來製作鎢（鉬）－銅精密電阻熔接的電極。使用此電極與細粒粉末進行精密電阻熔接，可以在液相燒結時得到幾乎完全密實的假合金。若我們能夠燒結到幾乎無孔的狀態，那麼便能夠捨棄浸漬的步驟，而得到不管是在外形或者是大小都跟成品非常接近的燒結半製品。這樣的半製品接下來需要的工作差不多只剩下表面的研磨加工而已。因為這個緣故，使得本材料的利用率大大地增加。

利用細微粉末的技術，我們可以製作非常均勻的細顆粒結構，其中難熔相顆粒的尺寸在0.5～1微米的範圍內變動，因此細顆粒假合金具有很高的硬度。

細顆粒假合金含有銅元素（體積百分比20～50％），不包含額外的合金元素，所以導電性非常接近理論計算值；它們的相對密度是98％。

舉例來說，我們列出不同銅含量之W-Cu與Mo-Cu假合金的性質：

	材料
	密度, g/cm3
	硬度, M Pa
	導電性*, %

	W-20Cu
	16.80
	2800
	30

	W-50Cu
	14.00
	2500
	40

	Mo-40Cu
	9.35
	1500
	40

	Mo-20Cu
	9.85
	1800
	35


*其定義是：與純銅導電性的比較值
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圖： 鎢—銅（質量百分比30%）燒結合金之顯微結構

細顆粒假合金具有很高的導電性與導熱性，高耐磨性，可承受磨耗與衝擊負載。

用細顆粒假合金所製作而成的熔接電極 跟用粗顆粒（顆粒大小約20～30微米）所作的電極比較起來，工作能力多出4～5倍。這樣的電極能夠成功地運用在組裝半導體元件的自動裝備上。

製造微顆粒假合金製品的技術由 烏克蘭科學院材料科學所獨立設計局 所開發。

